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摘要(译)

一种用于从结晶或多晶材料制造用于外科手术和其他用途的刀片的方
法，优选地以晶片的形式，包括安装晶片材料，钻出通孔以限定沟槽的
起始位置，将旋转路由器插入所述孔，加工沟槽进入晶圆材料。在形成
沟槽之后，将晶片放置在各向同性蚀刻剂溶液中，其中均匀地去除材料
层，产生单或双斜面刀片，每个斜面具有一个或多个刻面。几乎任何斜
角都可以加工。叶片边缘的最终半径为5-500nm，与金刚石刀刃相同，
但制造成本仅为其一小部分。
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